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(57) Abstract: The invention relates to a thermistor (10), having a ceramic main body (1) which contains a ceramic material as the
principal constituent, wherein - the ceramic main body (1) has at least one electrically insulating layer (3), - the electrically insulating
layer (3) is disposed within the ceramic main body (1), - the electrically insulating layer (3) has a principal component which has a
composition differing from the ceramic material.

(57) Zusammenfassung: Es wird ein Thermistor (10) bereitgestellt, der einen keramischen Grundkérper (1), der als Hauptbestandteil
ein Keramikmaterial enthilt, aufweist, wobei - der keramische Grundkérper (1) wenigstens eine elektrisch isolierende Schicht (3)
aufweist, - die elektrisch isolierende Schicht (3) innerhalb des keramischen Grundkérpers (1) angeordnet ist, - die elektrisch isolierende
o Schicht (3) eine Hauptkomponente enthélt, die eine von dem Keramikmaterial verschiedene Zusammensetzung aufweist.
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Beschreibung

Thermistor und Verfahren zur Herstellung des Thermistors

Die Erfindung betrifft einen Thermistor, aufweisend einen
keramischen Grundkorper, und ein Verfahren zur Herstellung

des Thermistors.

Fiir die Messung von Temperaturen zur Uberwachung und Regelung
in unterschiedlichsten Anwendungen werden iberwiegend
Thermistoren basierend auf gesinterten Keramikmaterialien
verwendet. So konnen Thermistoren zum Reispiel als

Temperaturfihler oder StromstoBschutz verwendet werden.

Aus der DE 2011 081 939 Al ist ein Thermistor, der einen

mehrlagigen Aufbau aufweist, bekannt.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es einen Thermistor
mit verbesserten Eigenschaften bereitzustellen. Ferner ist es
Aufgabe der vorliegenden Erfindung ein Herstellungsverfahren

fiir den Thermistor bereitzustellen.

Die vorliegende Aufgabe wird durch einen Thermistor nach
Anspruch 1 geldst. Weitere Ausfihrungsformen des Thermistors
und ein Verfahren zur Herstellung des Thermistors sind

welteren Ansprichen zu entnehmen.

Es wird ein Thermistor bereitgestellt, der einen keramischen
Grundkorper aufweist, der als Hauptbestandteil ein
Keramikmaterial enthalt. Der keramische Grundkorper weist
wenigstens eine elektrisch isolierende Schicht auf, die
innerhalb des keramischen Grundkorpers angeordnet ist. Die

elektrisch isolierende Schicht enth&dlt eine Hauptkomponente,
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deren Zusammensetzung verschieden ist von der Zusammensetzung

des Keramikmaterials.

Mit anderen Worten, der keramische Grundkorper weist in
seinem Inneren wenigstens eine Schicht auf, die nicht dazu
geeignet ist elektrischen Strom zu leiten. Weiterhin enthalt
die elektrisch isolierende Schicht eine Hauptkomponente, die
eine Zusammensetzung aufweist, die nicht gleich der

Zusammensetzung des Keramikmaterials ist.

Ferner wird ein Verfahren zur Herstellung eines Thermistors,
umfassend einen keramischen Grundkdrper, bereitgestellt. Bei
dem Verfahren wird der keramische Grundkdrper derart
hergestellt, dass aus einer Vielzahl von Grinfolien ein
Grinfolienstapel gebildet wird, der anschlieBlend gepresst,
entkohlt und gesintert wird, wobei auf mindestens einer der
Grinfolien vor dem Bilden des Grinfolienstapels eine

elektrisch isolierende Schicht aufgebracht wird.

Weiterhin kann die elektrisch isolierende Schicht derart
angeordnet sein, dass der Thermistor einen hdheren R25-Wert
aufweist als ein weiterer Thermistor, der ohne die elektrisch
isolierende Schicht ausgebildet, ansonsten aber gleich ist.
Mit anderen Worten, der Thermistor weist mit der elektrisch
isolierenden Schicht einen hdoheren R25-Wert auf, als ohne die

elektrisch isolierende Schicht.

Unter R25-Wert soll hier und im Folgenden ein elektrischer
Widerstand des Thermistors verstanden werden, den der

Thermistor bei 25 °C aufweist.

Der R25-Wert ist, unter anderem, indirekt proportional

Abhangig von einer Leitungsquerschnittfl&che des Thermistors.
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Mit anderen Worten, Jje kleiner die Leitungsquerschnittsflache

ist, desto groBer ist der R25-Wert des Thermistors.

Unter Leitungsquerschnittsfldche soll hier und im Folgenden
eine Querschnittsfldche eines aktiven Volumenbereichs des
keramischen Grundkorpers verstanden werden. Der aktive
Volumenbereich ist maBgeblich an der Weiterleitung von
elektrischem Strom von einem AuBenkontakt zu einem weiteren
AuBlenkontakt des Thermistors beteiligt. Der aktive
Volumenbereich kann das gesamte Volumen des keramischen
Grundkorpers umfassen. Die Leitungsquerschnittsfldche steht
Ublicherweise senkrecht zu einer FlieRrichtung des
elektrischen Stroms. Herkdommlicherweise entspricht die
Leitungsquerschnittsflache einer realen Querschnittsflache
des keramischen Grundkorpers, die senkrecht zu der
FlieBrichtung des elektrischen Stroms steht. Die reale
Querschnittsfldche liegt in einer Ebene und ist
ausschlieBlich durch AuBenfliachen und/oder AuBenkanten des
keramischen Grundkdrpers begrenzt, wobei die AuBenflachen
und/oder AuBenkanten die Ebene schneiden in der die reale
Querschnittsfldche liegt. Mit anderen Worten, die reale
Querschnittsfldche wird ausschlieRlich durch Form und

Ausdehnung des keramischen Grundkdrpers bestimmt

Eine Erhohung des R25-Wertes kann erreicht werden, indem die
elektrisch isolierende Schicht derart angeordnet ist, dass
die Leitungsquerschnittsflédche des aktiven Volumenbereichs
des keramischen Grundkdrpers verringert wird. So kann die
elektrisch isolierende Schicht derart in dem keramischen
Grundkorper angeordnet sein, dass sie nicht parallel zu der
FlieBrichtung des elektrischen Stroms steht. Bevorzugt steht
die elektrisch isolierende Schicht senkrecht zu der

FlieBrichtung des elektrischen Stroms.
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Mit anderen Worten, die elektrisch isolierende Schicht
definiert eine Leitungsquerschnittsflache, die kleiner ist
als die reale Querschnittsflache des keramischen
Grundkorpers. Dadurch kann der Thermistor einen sehr hohen
R25-Wert, beispielsweise im MQ-Bereich aufweisen, ohne dass
die Leitungsquerschnittsfldche des keramischen Grundkorpers
des Thermistors mittels beispielweise mechanischer
Nachbearbeitung verringert werden muss. Dies hat zur Folge,
dass Risiken, die durch die mechanische Nachbearbeitung flr
den keramischen Grundkdrper entstehen kodnnen, vermieden

werden.

Die elektrisch isolierende Schicht kann in einer Ebene liegen
und von einer oder mehreren AuBenfldchen des keramischen
Grundkorpers, die die Ebene schneiden, beabstandet sein. Mit
anderen Worten, die elektrisch isolierende Schicht ist mit
wenigstens einer AuBenfldche, die die Ebene schneidet in der
die elektrisch isolierende Schicht liegt, nicht in direktem

Kontakt.

Weiterhin kann die elektrisch isolierende Schicht wenigstens
eine Aussparung aufweisen. Die Ausgestaltung der Aussparung
ist dabei auf keine bestimmte Form beschrankt. So kann die
Aussparung beispielsweise eine Form aufweisen, die ausgewahlt
ist aus einer Gruppe von Formen, die wenigstens runde, ovale

und polygonale Formen enthalt.

Ferner kann die elektrisch isolierende Schicht aus wenigstens
zwel separaten Teilschichten bestehen, die in einer
gemeinsamen Ebene liegen und die durch einen Abstand
voneinander getrennt sind. Mit anderen Worten, die zwei
Teilschichten sind an keiner Stelle miteinander in direktem

Kontakt.
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Durch eine Ausgestaltung der elektrisch isolierenden Schicht
nach einer oder mehrere der oben genannten Ausfiihrungen, kann
die Leitungsquerschnittsflédche des aktiven Volumens des
keramischen Grundkorpers sehr genau festgelegt werden.
Dadurch kann der R25-Wert mit hoher Prazision eingestellt

werden.

Ferner kann die elektrisch isolierende Schicht eine
Hauptkomponente enthalten, die ein anorganisches, elektrisch
isolierendes Material umfasst. Bevorzugt kann das
anorganische, elektrisch isolierende Material aus einer Menge
ausgewahlt sein, die wenigstens Varistorkeramiken und
Kondensatorkeramiken enthdlt. Diese Materialen sind
vorteilhaft, da sie elektrischen Strom, unter den

FEinsatzbedingungen des Thermistors, nicht signifikant leiten.

Weiterhin kann die elektrisch isolierende Schicht eine
Hauptkomponente enthalten, die eine Spinell-Struktur
aufweist. Da die elektrisch isolierende Schicht auf einer
Griunfolie aufgebracht wird, ist eine gute Haftung der
elektrisch isolierenden Schicht auf der Griunfolie
vorteilhaft. Aufgrund der Tatsache, dass Keramikmaterialien
fiir Thermistoren Ublicherweise eine Spinell-Struktur
aufweisen, ist es von Vorteil, wenn auch die elektrisch
isolierende Schicht eine Hauptkomponente enth&alt, die
dieselbe Struktur aufweist wie das Keramikmaterial, das in
der Grinfolie enthalten ist. Dies gewdhrleistet eine gute
Haftung der elektrisch isolierenden Schicht auf der

Grinfolie.

Ferner kann die elektrisch isolierende Schicht in Form eines
Hohlraums im keramischen Grundkorper ausgebildet sein.

Hierfiir wird zwischen zwei Grinfolien eine Schicht aus
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thermisch zersetzbarem Material aufgebracht. In einem
anschlieRBenden Sinterprozess diffundiert das thermisch
zersetzbare Material aus dem Grundkdrper und hinterlasst

einen Hohlraum als elektrisch isolierende Schicht.

In einer bevorzugten Ausgestaltung betragt die Dicke der
isolierenden Schicht mehr als 0,5 pm. Die elektrisch
isolierende Schicht kann eine Dicke von bis zu 5 pm
aufweisen. Die aufsummierten Dicken mehrerer isolierender
Schichten k&énnen zu einem wesentlichen Anteil an der
Abmessung des keramischen Grundkorpers in Dickenrichtung

beitragen.

Weiterhin kann der keramische Grundkorper eine oder mehrere
elektrisch leitfahige Schichten aufweisen, die derart
innerhalb des keramischen Grundkdrpers angeordnet sind, dass
die elektrisch leitfadhigen Schichten den aktiven
Volumenbereich des keramischen Grundkorpers definieren und
die elektrisch isolierenden Schichten innerhalb des aktiven

Volumenbereichs angeordnet sind.

Der aktive Volumenbereich kann ausschlieBlich durch die
elektrisch leitfahigen Schichten definiert sein. Vorzugsweise
kann der aktive Volumenbereich durch die elektrisch

leitfahigen Schichten und AuBenfldchen des keramischen

Grundkorpers definiert sein.

Ferner konnen die elektrisch leitfahigen Schichten in
direktem Kontakt zu wenigstens einer AuBenflache des
keramischen Grundkorpers stehen. Bevorzugt sind die
elektrisch leitfahigen Schichten derart angeordnet, dass eine
oder mehrere Nebenfldchen der elektrisch leitfédhigen

Schichten in direktem Kontakt mit den AuBenkontakten des
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Thermistors stehen. Besonders bevorzugt erstrecken sich die
elektrisch leitfdhigen Schichten iUber die gesamte reale
Querschnittsflache des keramischen Grundkorpers. Als
Nebenfl&chen sind hier Flachen der elektrisch leitfahigen
Schicht zu verstehen, die maBgeblich durch die Dicke der

elektrisch leitfahigen Schicht definiert sind.

Durch den direkten Kontakt der elektrisch leitfahigen

Schichten mit den AuRenkontakten des Thermistors kdnnen

negative Einflisse auf die Eigenschaften des Thermistors, die

durch herstellungsbedingte Variationen in der Ausgestaltung
der AuBenkontakte entstehen, verringert werden. Dadurch
konnen Thermistoren mit bestimmten charakteristischen

Eigenschaften besonders reproduzierbar hergestellt werden.

Die elektrisch leitfadhigen Schichten kdnnen wenigstens ein
Material enthalten, das ausgewahlt ist aus einer Menge von
Metallen, die wenigstens Silber, Palladium und jegliche

Silber- und Palladiumlegierungen enthalt.

Weiterhin kann bei dem Verfahren zum Aufbringen der
elektrisch isolierenden Schicht eine Vorlage verwendet
werden, wobeil die Vorlage derart ausgestaltet ist, dass die
elektrisch isolierende Schicht bezogen auf die Vorlage eine

hohe Abbildungstreue aufweist.

Unter hoher Abbildungstreue soll hier und im Folgenden
verstanden werden, dass die Ausgestaltung der elektrisch
isolierenden Schicht auf der Grinfolie nicht signifikant wvon

der Ausgestaltung der Vorlage abweicht.

Umn dies zu erreichen kann als Vorlage ein Siebdrucksieb

verwendet werden, wobeil das Siebdrucksieb ein Negativ der
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elektrisch isolierenden Schicht und mindestens einen Stegq,
der das Negativ in wenigstens zwel separate Bereiche
aufteilt, aufweist. Der Steg ist derart ausgestaltet, dass
sich das Sieb wadhrend des Aufbringens der elektrisch
isolierenden Schicht nicht signifikant verformt. Dadurch wird

eine hohe Abbildungstreue erreicht.

Ferner kann bei dem Verfahren auf mindestens eine weitere
Grinfolie eine elektrisch leitfadhige Schicht aufgebracht
werden. Das Aufbringen der elektrisch leitfahigen Schicht
kann beispielsweise mittels eines Sputter-Verfahrens

erfolgen.

Weiterhin kann das Verfahren derart durchgefiihrt werden, dass
die Grinfolien entlang einer Langsachse des keramischen

Grundkbrpers gestapelt werden.

Unter La&ngsachse soll hier und im Folgenden eine Achse des
keramischen Grundkérpers verstanden werden, die parallel zu
der Richtung der groBten rédumlichen Ausdehnung des
keramischen Grundkérpers verlauft. Vorzugsweise verlauft die
Langsachse parallel zu einer oder mehreren Kanten des
keramischen Grundkdrpers, die die groBRte Ausdehnung
aufweisen. Fir den Fall, dass der keramische Grundkorper
mehrere dquivalente rédumliche Ausdehnungen aufweist, die
parallel und nicht parallel zu der Stapelrichtung der
Grinfolien verlaufen und die jeweils als groBte raumliche
Ausdehnung angesehen werden kdnnen, wird als Ladngsachse eine
Achse festgelegt, die parallel zu der Ausdehnung verlauft,

die parallel zu der Stapelrichtung der Grinfolien verlauft.
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Neben den zuvor genannten Schritten, umfasst das Verfahren

auch weiter Schritte, die zur Herstellung eines Thermi

notig sind. Solche weiteren Schritte sind beispielsweil

- Pressen eines Griunfolienstapels, um einen gepressten
Grinfolienstapel zu erhalten,

- Entkohlen des gepressten Griinfolienstapels, um einen
gepressten und entkohlten Griinfolienstapel zu erhalten
- Sintern des gepressten und entkohlten Grinfolienstap
einen keramischen Grundkoérper zu erhalten,

- Aufbringen von AuRenkontakten auf den keramischen

Grundkorper, um den Thermistor zu erhalten.

Im Folgenden wird die Erfindung anhand von schematisch

Darstellungen von Ausfiihrungsbeispielen naher beschrie

Figur 1 zeigt eine raumliche Darstellung eines Thermis

Figur 2 zeigt im Querschnitt und im La&ngsschnitt eine

Ausfihrungsform eines Thermistors.

Figur 3 zeigt im Querschnitt und im La&ngsschnitt eine

Ausfihrungsform eines Thermistors.

Figur 4 zeigt im Langsschnitt und im Querschnitt eine

Ausfihrungsform eines Thermistors.

Figur 5 zeigt im Langsschnitt und im Querschnitt eine

Ausfihrungsform eines Thermistors.

Figur 6 zeigt im Langsschnitt und im Querschnitt eine

Ausfihrungsform eines Thermistors.
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Gleiche Elemente, ahnliche oder augenscheinlich gleiche
Elemente sind in den Figuren mit den gleichen Bezugszeichen
versehen. Die Figuren und die Grobkenverhdltnisse in den

Figuren sind nicht maBlstabsgetreu.

Figur 1 zeigt einen Thermistor 10, der einen keramischen
Grundkorper 1 und AuBenkontakte (nicht dargestellt) umfasst.
Die raumliche Ausdehnung des keramischen Grundkdrpers 1 wird
durch BemaBungspfeile x, y und z veranschaulicht. Da die
BemaRBungspfeile x, y und z Jjewells parallel zu einer
gleichnamigen Achse in einem kartesischen Koordinatensystem
verlaufen, werden die BemaRBungspfeile hier und im Folgenden
auch als die entsprechende Achse des Koordinatensystems
bezeichnet. Mit anderen Worten, der BemaBungspfeil x
entspricht einer x-Achse, der BemaBungspfeil y entspricht
einer y-Achse und der BemaBungspfeil z entspricht einer z-
Achse in einem kartesischen Koordinatensystem. Aufgrund der
groBen Ahnlichkeit der im Folgenden beschriebenen
Ausfihrungsformen mit dem hier dargestellten Thermistor 10,
werden die Bezeichnungen der Achsen flir die folgenden Figuren

analog angewendet.

Figur 2A zeigt im Langsschnitt eine Ausfithrungsform eines
Thermistors 10, adhnlich dem wie er in Figur 1 beschrieben
ist. Der Langsschnitt verlauft durch den keramischen
Grundkorper parallel zu einer Ebene, die durch die x-Achse
und die z-Achse des keramischen Grundkdrpers aufgespannt
wird. Der keramische Grundkorper 1 weist finf elektrisch
isolierende Schichten 3 auf. Weiterhin weist der Thermistor
10 zwei AuBenkontakte 2 auf. Die elektrisch isolierenden
Schichten 3 sind zueinander parallel angeordnet. Weiterhin
sind die elektrisch isolierenden Schichten 3 senkrecht zu

einer Langsachse 6 des keramischen Grundkdrpers 1 angeordnet.
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Die Langsachse des keramischen Grundkdrpers verlauft mittig
durch den keramischen Grundkdrper und parallel zu der x-Achse
des keramischen Grundkorpers, wobel die x-Achse der Richtung
der groBten Ausdehnung des keramischen Grundkdrpers 1
entspricht. Die FlieRrichtung des elektrischen Stroms
verlauft parallel zu der x-Achse des keramischen Grundkdrpers

1.

Figur 2B zeigt einen Querschnitt des in Figur 2A
beschriebenen Thermistors 10. Der Querschnitt verlauft durch
den keramischen Grundko&rper parallel zu einer Ebene, die
durch die y-Achse und die z-Achse des keramischen
Grundkorpers aufgespannt wird. Die elektrisch isolierenden
Schichten 3 weisen eine quadratische Aussparung 4 auf. Die
Flache der elektrisch isolierenden Schicht 3 plus der Fléche
der Aussparung 4 entspricht einer realen Querschnittsfldche 7
des keramischen Grundkorpers. Die reale Querschnittsflache
wird ausschlieBlich durch AuBenfldchen 9 begrenzt. Weiterhin
sind die elektrisch isolierenden Schichten 3 derart
ausgebildet, dass sie in direktem Kontakt mit den
AuBenflachen 9 des keramischen Grundkorpers 1 stehen. Durch
die Form und GroRlRe der Aussparung 4 kann eine
Leitungsquerschnittsflache L des keramischen Grundkdrpers 1
exakt definiert werden. Dies ermdglicht es, den R25-Wert des
Thermistors 10 sehr genau einzustellen. Hier entspricht die

Leitungsquerschnittsflache L der Flache der Aussparung 4

Die Figuren 3A und 3B zeigen im Langsschnitt und im
Querschnitt eine weitere Ausfihrungsform eines Thermistors
10, ahnlich dem wie er in Figuren 2A und 2B dargestellt ist,
wobeil die elektrisch isolierenden Schichten 3 von den
AuBRenflachen 9 des keramischen Grundkdrpers 1 beabstandet

sind. Dadurch wird ein Randbereich 5 gebildet, der nicht von
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der elektrisch isolierenden Schicht 3 bedeckt ist und die
elektrisch isolierenden Schichten 3 komplett umschlieBt. Die
Flache der Aussparung 4, die Flache der elektrisch
isolierenden Schicht 3 und die Fladche des Randbereichs 5
entsprechen zusammen der realen Querschnittsfldche 7 des
keramischen Grundkorpers, die ausschlieBlich durch die
AuBRenflachen 9 begrenzt ist. Die Leitungsquerschnittfldche L
wird hier durch die Flachen der Aussparung 4 und des
Randbereichs 5 definiert. Die Beabstandung der elektrisch
isolierenden Schichten 3 von den AuRenflachen 9 des
keramischen Grundkdrpers 1 resultiert aus dem
Herstellungsverfahren des keramischen Grundkdrpers 1. Durch
die hier beschriebene Ausgestaltung der elektrisch
isolierenden Schichten 3 wird eine Delaminierung von
Grinfolien von einem Griunfolienstapel, der wahrend des
Herstellungsprozesses des keramischen Grundkdrpers 1 gebildet

wird effektiv verhindert.

Die Figuren 4A und 4B zeigen im Langsschnitt und im
Querschnitt eine weitere Ausfihrungsform eines Thermistors
10, ahnlich dem wie er in Figuren 3A und 3B dargestellt ist,
wobeili die elektrisch isolierenden Schichten 3 des keramischen
Grundkorpers 1 keine Aussparung aufweisen. Bel dieser
Ausfihrungsform wird die Leitungsquerschnittsflache L durch
die Flache des Randbereichs 5, der die elektrisch
isolierenden Schichten 3 vollstandig umschlieBt, bestimmt.
Die Flédchen der elektrisch isolierenden Schicht 3 und des
Randbereichs 5 entsprechen zusammen der realen
Querschnittsflache 7, die ausschlieRBlich durch die
AuBenflachen 9 begrenzt ist. Die elektrisch isolierenden
Schichten 3 miissen jedoch nicht, wie in der Figur 4A

skizziert, diinn sein, sondern konnen signifikant breiter sein
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und somit eine einen wesentlichen Anteil an der Ausdehnung

des keramischen Grundkdrpers 1 in x-Richtung beitragen.

Die Figuren 5A und 5B zeigen im Langsschnitt und im
Querschnitt eine weitere Ausfihrungsform eines Thermistors
10, ahnlich dem wie er in Figuren 3A und 3B dargestellt ist,
wobel die elektrisch isolierenden Schichten 3 jeweils aus
zwel Teilschichten 3° bestehen. Die Teilschichten 37 sind
durch einen Abstand d voneinander getrennt. Der Abstand d
wird dadurch hervorgerufen, dass fir das Aufbringen der
elektrisch isolierenden Schichten 3 ein Siebdrucksieb
verwendet wurde. Das Siebdrucksieb, das fiir das Aufbringen
der elektrisch isolierenden Schichten 3 verwendet wurde,
welst ein Negativ der elektrisch isolierenden Schicht 3 und
einen Steg auf, der das Negativ in die Teilschichten 3~
unterteilt. Die Breite des Stegs gibt den Abstand d vor.
Durch den Steg wird ein Durchbiegen des Siebdrucksiebs
wahrend des Aufbringens der elektrisch isolierenden Schichten
3 weitgehend verhindert, wodurch eine hohe Abbildungstreue
der elektrisch isolierenden Schichten 3 erreicht wird. Die
Flache der Aussparung 4 und die Flache des Randbereichs b5,
der sich auch bis zu der Aussparung 4 in den Abstand d
erstreckt, entsprechen der Leitungsquerschnittflache L. Die
Summe der Flachen der elektrisch isolierenden Schicht 3, der
Aussparung 4 und des Randbereichs 5 entspricht der realen
Querschnittsflache 7, die ausschlieRBlich durch die

AuBlenflachen 9 begrenzt ist.

Die Figuren 6A und 6B zeigen im Langsschnitt und im
Querschnitt eine weitere Ausfihrungsform eines Thermistors
10, ahnlich dem wie er in Figuren 3A und 3B beschrieben ist.
Zusatzlich zu den elektrisch isolierenden Schichten 3 umfasst

der keramische Grundkorper 1 des Thermistors 10 zweil



10

15

20

25

30

WO 2020/144012 PCT/EP2019/085664

_14_

elektrisch leitfahige Schichten 8, die Silber enthalten. Der
Querschnitt in Figur 6B verlauft durch eine der beiden
elektrisch leitfé&higen Schichten 8. Die elektrisch
leitfahigen Schichten 8 sind derart ausgestaltet, dass sich
die elektrisch leitfadhigen Schichten 8 Jjeweils iber die
gesamte reale Querschnittsflache 7 des keramischen
Grundkorpers erstrecken. Weiterhin sind alle Nebenfl&dchen 8°
der elektrisch leitfédhigen Schichten 8 in direktem Kontakt
mit den AuRenflachen 9 des keramischen Grundkdrpers 1.
AuBerdem sind die elektrisch leitfadhigen Schichten 8 derart
ausgestaltet, dass sie lber die Nebenflachen 8" in elektrisch
leitendem Kontakt mit den AuBenkontakten 2 des keramischen
Grundkorpers 1 sind. Die elektrisch leitfdhigen Schichten 8
und die AuBenflédchen 9 des keramischen Grundkdrpers begrenzen
einen aktiven Volumenbereich V des keramischen Grundkorpers
1, innerhalb dessen sich die elektrisch isolierenden
Schichten 3 befinden. Die elektrisch leitfdhigen Schichten 8
verringern durch ihren elektrisch leitenden Kontakt zu den
AuBlenkontakten 2 negative Effekte, die durch
verfahrensbedingte Abweichungen in der Ausgestaltung der
AuBenkontakte 2 auftreten. Dadurch kénnen Thermistoren mit
bestimmten charakteristischen Eigenschaften reproduzierbar

hergestellt werden.

Die Erfindung ist nicht auf die dargestellten
Ausfihrungsformen beschrankt. Insbesondere konnen die Anzahl,
die Lage und die Ausgestaltung der elektrisch isolierenden
Schichten 3 und der elektrisch leitfadhigen Schichten 8

variieren.
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Patentanspriiche

1. Thermistor (10), aufweisend einen keramischen Grundkorper
(1), der als Hauptbestandteil ein Keramikmaterial enthalt,
wobei

- der keramische Grundkorper (1) wenigstens eine elektrisch
isolierende Schicht (3) aufweist,

- die elektrisch isolierende Schicht (3) innerhalb des
keramischen Grundkorpers (1) angeordnet ist,

- die elektrisch isolierende Schicht (3) eine Hauptkomponente
enthalt, die eine von dem Keramikmaterial verschiedene

Zusammensetzung aufweist.

2. Thermistor (10) nach Anspruch 1,
wobel die elektrisch isclierende Schicht (3) derart innerhalb
des keramischen Grundkorpers (1) angeordnet ist, dass der

Thermistor (10) einen hoheren Rog-Wert aufweist als ein

Thermistor (10), der ohne die elektrisch isolierende Schicht

(3) ausgebildet, ansonsten aber gleich ist.

3. Thermistor (10) nach einem der Anspriche 1 oder 2,

wobeili die elektrisch isolierende Schicht (3) in einer Ebene
liegt und die elektrisch isolierende Schicht (3) wvon einer
oder mehreren AuBenfldchen (9) des keramischen Grundkdrpers

(1), die die Ebene schneiden, beabstandet ist.

4., Thermistor (10) nach einem der Anspriche 1 bis 3,
wobeli die elektrisch isolierende Schicht (3) wenigstens eine

Aussparung (4) aufweist.

5. Thermistor (10) nach einem der Anspriiche 1 bis 4,
wobel die isolierende Schicht (3) aus wenigstens zweil

Teilschichten (3°) besteht, die in einer gemeinsamen Ebene
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liegen und die durch einen Abstand (d) voneinander getrennt

sind.

6. Thermistor (10) nach einem der Anspriche 1 bis 5,
wobel die elektrisch isolierende Schicht (3) eine
Hauptkomponente enthadlt, die ein anorganisches, elektrisch

isolierendes Material umfasst.

7. Thermistor (10) nach Anspruch 6,
wobel das anorganische, elektrisch isolierende Material aus
einer Menge ausgewahlt ist, die wenigstens Varistorkeramiken

und Kondensatorkeramiken enthalt.

8. Thermistor (10) nach einem der Anspriliche 1 bis 7,
wobel die elektrisch isolierende Schicht (3) eine

Hauptkomponente enthdlt, die eine Spinell-Struktur aufweist.

9. Thermistor (10) nach einem der Anspriche 1 bis 5,
wobeili die elektrisch isolierende Schicht (3) als Hohlraum

innerhalb des keramischen Grundkorpers (1) ausgebildet ist.

10. Thermistor (10) nach einem der Anspriche 1 bis 9,
wobel die elektrisch isolierende Schicht (3) eine Dicke von

bis zu 5 pm aufweist.

11. Thermistor (10) nach einem der Anspriche 1 bis 10,
wobei der keramische Grundkdrper (1) eine oder mehrere
elektrisch leitfahige Schichten (8) aufweist, die derart
innerhalb des keramischen Grundkorpers (1) angeordnet sind,
dass die elektrisch leitfadhigen Schichten (8) einen aktiven
Volumenbereich (V) des keramischen Grundkdrpers (1)
definieren und die elektrisch isolierende Schicht (3)

innerhalb des aktiven Volumenbereichs (V) angeordnet ist.
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12. Thermistor (10) nach Anspruch 11,
wobel wenigstens eine der elektrisch leitfdhigen Schichten
(8) in direktem Kontakt zu wenigstens einer AuBenfliache (9)

des keramischen Grundkorpers (1) steht.

13. Thermistor (10) nach einem der Anspriche 11 oder 12,
wobeili die elektrisch leitfahigen Schichten (8) wenigstens ein
Metall enthalten, das ausgewahlt ist aus einer Menge von
Metallen, die wenigstens Silber, Palladium und jegliche

Silber- und Palladiumlegierungen enthalt.

14. Verfahren zur Herstellung eines Thermistors (10)
umfassend einen keramischen Grundkdrper (1),

wobeili der keramische Grundkdrper (1) derart hergestellt wird,
dass aus einer Vielzahl von Grinfolien ein Grinfolienstapel
gebildet wird, der anschlieBend gepresst und gesintert wird,
wobeli auf mindestens eine der Grinfolien vor dem Bilden des
Grinfolienstapels eine zur Erzeugung einer elektrisch

isolierenden Schicht (3) geeignete Schicht aufgebracht wird.

15. Verfahren nach Anspruch 14,
wobel die zur Erzeugung einer elektrisch isolierenden Schicht
(3) geeignete Schicht ein elektrisch isolierendes Material

enthalt.

16. Verfahren nach Anspruch 14,

wobel die zur Erzeugung einer elektrisch isolierenden Schicht
(3) geeignete Schicht ein thermisch zersetzbares Material
enthalt, das nach dem Sintern einen elektrisch isolierenden

Hohlraum ausbildet.
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17. Verfahren nach einem der Anspriche 14 bis 16,

wobel eine Vorlage verwendet wird, um die elektrisch
isolierende Schicht (3) zu erzeugen, wobel die Vorlage derart
ausgestaltet ist, dass die elektrisch isolierende Schicht
(3), bezogen auf die Vorlage, eine hohe Abbildungstreue

aufweist.

18. Verfahren nach Anspruch 17,

wobel als Vorlage ein Siebdrucksieb verwendet wird, wobei das
Siebdrucksieb ein Negativ der elektrisch isolierenden Schicht
(3) und mindestens einen Steg, der das Negativ in wenigstens

zwel separate Bereiche aufteilt, aufweist.

19. Verfahren nach einem der Anspriche 14 bis 18,
wobel auf mindestens eine weitere der Griinfolien eine

elektrisch leitfahige Schicht (8) aufgebracht wird.

20. Verfahren nach einem der Anspriiche 14 bis 19,
wobel die Griinfolien entlang einer Langsachse (6) des

keramischen Grundkdrpers (1) gestapelt werden.
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